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一、基本概念

集成电路
芯片

分立器件

微机电系统

数字信号芯片

模拟信号芯片

处理器

存储器

可编程芯片

ASIC

CPU/MPU/DSP逻辑运算器 

FLASH/DRAM/DDRAM

FPGA/CPLD

通信/汽车/网络专用芯片
驱动

射频/微波

电子功率器件

基础电子器件

端口驱动芯片

T/R组件

MEMS器件/MEMS传感器

半导体器件
Semiconductor

光电器件、压电器件、传感器、微流控器件等

IGBT、HEMT等

电子元器件 电容器、电阻器、电感器 MLCC等



一、基本概念

设计 前段工艺
衬底、外延 晶圆制程 后段工艺

封装测试 应用

EDA工具
工业软件 装备及原材料

半导体及集成电路产业主要包括半导体器件的设计、制造、封装测试,以及

相关原材料、辅助材料、装备等。



一、基本概念

Ø 单个元器件大小已经接近物理极限，难以进一步缩小以提高密度，传统的硅基半导体集成电路

性能已难以进一步提升，一般产业界认为2015年以后摩尔定律已经事实上终结。

Ø 摩尔定律：集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔18-24个月增加一倍，性能也提升一倍

7nm



二、产业发展现状



二、产业发展现状

国内已逐渐形
成了以北京为
中心的京津环
渤海地区、以
上海为中心的
长三角地区以
及珠三角地区
等三大产业集
聚区域，占整
个产业规模的
90%以上。武
汉、西安、成
都、安徽等地
区也正在加快
布局发展。

广东是我国信
息产业第一大
省,在消费电子、
通信、人工智
能、汽车电子
等领域拥有国
内最大的半导
体及集成电路
应用市场，具
有良好的产业
基础。

拥有广州和深
圳两个国家级
集成电路设计
产业化基地,基
本形成以广州、
深圳、珠海为
核心,带动佛山、
东莞、中山、
惠州等地协同
发展的产业格
局。

2019年集成电
路产业主营业
务收入超过
1200亿元，其
中集成电路设
计业发展全国
领先，设计业
主营业务收入
超过1000亿元。

集成电路进口
金额占全国的
40%左右，产
业链供应链安
全稳定已经成
为发展共识。



三、产业存在问题
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二是设计企业普遍规模偏小,
高水平设计能力不足。

三是制造环节短板明显,实现规模
化量产的12英寸晶圆线仅1条。

四是高校人才培养严重短缺,微电子专业在
校生不足2000人,人才引进难度越来越大,
人才供求矛盾突出。

五是对外依存度高,产业链供
应链安全可控性亟待提升。

一是创新能力不强,创新要素
投入不足,关键核心技术研发
能力薄弱。

Ø问题与挑战，在当前国际技术封锁及国内区域竞争加剧的背景下,迫切需要加快补齐产业链短板,提

升产业链供应链稳定性安全性,为推动制造业高质量发展提供有力支撑。



四、行动计划主要内容

到2025年,年主营业务收入突破
4000亿元,年均增长超过20%。
其中,集成电路设计业超2000亿
元,集成电路制造业超1000亿元。

规模快速增长
到2025年,设计行业骨干企业研发
投入强度超过20%,全行业研发投
入强度超过5%,发明专利密集度和
质量位居全国前列。新组建15个
以上半导体及集成电路领域的省级
重点实验室、工程实验室等,建成5
个以上公共技术服务平台。

创新能力明显提升
广州、深圳、珠海的辐射
带动作用进一步增强,形
成穗莞深惠和广佛中珠两
大发展带,珠三角地区建
设成为具有国际影响力的
半导体及集成电路产业集
聚区。

布局更加完善

工作目标



四、行动计划主要内容
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五是构建高水平产业创新体系。

一是推动产业集聚发展。

二是突破产业关键核心技术。

四是保障产业链供应链安全稳定。

三是打造公共服务平台。

五项重点任务



四、行动计划主要内容

底层工具软件培育工程。 芯片设计领航工程。

制造能力提升工程。 高端封装测试赶超工程。

化合物半导体抢占工程。 材料及关键电子元器件
补链工程。

特种装备及零部件配套
工程。 人才聚集工程。

八 
项
重
点
工
程



五、产业政策亮点

亮点04
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二是鼓励加大研发投入。
对28 nm及以下或具备较大竞争优势的芯片量产前首轮流
片费用，按不超过30%给予奖补。对研发费用占销售收入
不低于5%的企业，鼓励各市对其增按不超过25%研发费
用税前加计扣除标准给予奖补，省按1:1给予事后再奖励。

一是提升创新能力。
省科技创新战略专项资金每年投入不低于10亿元支持集成
电路领域技术创新。对于半导体及集成电路领域的基础研
究和应用基础研究、突破关键核心技术或解决“卡脖子”
问题的重大研发项目，省级财政给予持续支持。改革省科
技创新战略专项资金项目立项和组织实施方式，试行“广
东发布、全国揭榜”的“揭榜挂帅”模式。

三是支持公共服务平台建设。
对国家级、省级公共服务平台和创新平台建设给予不超
过固定资产投资30%的资金支持。

四是培育人才队伍。
扩大高校微电子专业师资及招生规模，省属高校可自行
确定微电子专业招生计划。推动有条件的高校建设国家
示范性微电子学院。鼓励各市在户籍、个税奖励（返
还）、住房保障、医疗保障、子女就学、创新创业等方
面对集成电路人才给予优先支持。



谢 谢 大 家 ！


